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Abstract (en)
[origin: US4853099A] An electroplating apparatus for rapidly depositing a metal onto a selected surface of a workpiece, which apparatus comprises
an anode having an active surface with a selected shape to combine with the selected surface of the workpiece to define an elongated gap of at
least about 0.050 inches, means for supporting this anode in a fixed position to define the elongated gap; solution circulating means for forcing an
electroplating solution with metal cations through the gap in a generally closed path at a velocity to exchange electroplating solution in the gap at
a rate of at least 25 times per minute; and, means for applying current flow between the selected workpiece surface and the active surface of the
anode through the gap at a current density in excess of 2.0 amperes/in2. The invention also involves the method of using this apparatus to rapidly
deposit metal, such as nickel, onto the inner cylindrical surface of a bore on a complex part such as an aircraft landing gear forging.

Abstract (de)
Verfahren und Vorrichtung zum Abscheiden von Metall, beispielsweise Nickel auf der zylindrischen Innenfläche einer Bohrung in einem
komplizierten Bauteil, beispielsweise einem Schmiedestück für das Fahrwerk von Luftfahrzeugen, bei dem auf der ausgewählten Oberfläche
des Werkstückes im Spalt-Elektroplattierverfahren aus einer Elektrolytflüssigkeit Metall angeschieden wird. Die hierzu verwendete Vorrichtung
hat eine Anode (40) mit einer aktiven Oberfläche (300), deren Gestalt an die Gestalt der ausgewählten, zu beschichtenden Oberfläche (5) des
Werkstükkes (W) angepaßt ist und zusammen mit dieser einen langgestreckten Spalt (g) von wenigstens 0,050" bildet. Eine Pumpe (60) drückt
die Elektroplat tierlösung (170) mit den Metallkationen in geschlossenem Kreislauf mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durch den Spalt (g),
so daß die Elektroplattierlösung (170) im Spalt mindestens 25mal pro Minute ausgetauscht wird. Zwischen der ausgewählten, zu plattierenden
Werkstückoberfläche (5) und der aktiven Oberfläche (300) der Anode fließt durch den Spalt ein Strom mit einer Stromdichte von über 2,0 A/"².
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